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(57)【要約】
【課題】ウエハを薄板化する工程の中で、接着剤層と貼
りあわされている該ウエハと貫通孔を有するサポートプ
レートを剥離する剥離方法であり、短時間で剥離ができ
る剥離方法を提供する。
【解決手段】接着剤層１と貼りあわされているウエハＷ
と貫通孔３を有するサポートプレート２で構成されてい
る。貫通孔３を、サポートプレート２の接着剤層１とは
反対の面に封鎖部材４で封鎖し、加熱することで貫通孔
内の空気が膨張し、サポートプレート２と接着剤層１の
間に進出させて接着剤の接着力を低下させ、剥離を行う
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着財層で貼りあわされている、ウエハと貫通孔を有するサポートプレートとを剥離す
る剥離方法において、
封鎖部材により前記貫通孔を剥離し、加熱し、剥離する、ことを特徴とする剥離方法。
【請求項２】
　前記加熱により、前記接着剤層を軟化させるとともに、該接着剤層と前記封鎖部材とに
より封鎖された貫通孔内の空気を膨張させる、ことを特徴とする請求項１に記載の剥離方
法。
【請求項３】
　加熱した状態で、前記ウエハと前記サポートプレートとを剥離する、ことを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の剥離方法。
【請求項４】
　前記ウエハおよび前記サポートプレートの少なくともいずれか一方を加熱する、ことを
特徴とする請求項１～請求項３にいずれか１項に記載の剥離方法。
【請求項５】
　前記封鎖部材はフィルムであって、該フィルムを前記サポートプレートの接着剤層とは
反対の面に貼り付ける、ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の剥
離方法。
【請求項６】
　前記封鎖部材は、前記サポートプレートを吸着するとともに、貫通孔を封鎖する吸着治
具であることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の剥離方法。
【請求項７】
　前記吸着治具は、前記サポートプレートを静電吸着することを特徴とする請求項６に記
載の剥離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウエハを薄板化する工程の中で、接着剤層で貼りあわされている、ウエハと
貫通孔を有するサポートプレートとを剥離する、剥離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣカードや携帯電話の薄型化、軽量化が要求される中で、この要求を満たすためには
組み込まれる半導体チップを薄厚のものとすることが解決の一つとされ、前記により半導
体チップの基となるウエハの厚さを薄厚のものとしなければならないと言われている。
【０００３】
　このウエハを薄板化する従来の工程は、ウエハの回路(素子)形成面に貫通孔を有するサ
ポートプレートを貼り付け、これを反転してウエハの裏面をグラインダで研削して薄板化
し、この薄板化した該ウエハと接着剤層で貼りあわされているサポートプレートとの剥離
を行う際に、サポートプレートの外側から溶剤を供給し、サポートプレートの貫通孔を介
して溶剤を接着剤層まで到達させ、硬化している接着剤を溶解させ、サポートプレートを
ウエハから剥離し、ダイジング装置によって各チップに切り離すようにする方法が開示さ
れている(例えば特許文献１参照)。
【０００４】
　また、特許文献１で開示されている溶剤の供給する手段として、溶剤供給プレートとＯ
リングを備えた剥離方法が提案されている。この場合、サポートプレートの上にＯリング
を介して前記溶剤供給プレートを重ね、サポートプレート、Ｏリング及び前記溶剤供給プ
レートで囲まれている空間に溶剤供給プレートを介して溶剤を供給することが開示されて
いる。
【特許文献１】特開２００６－１３５２７２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されているようにサポートプレートの貫通孔を介して溶剤を接着剤層
まで浸透させて剥離を行う剥離方法においては、接着剤層で貼りあわされているウエハと
サポートプレートとの間に溶剤の流動通路が確保されていないため、接着剤層に溶剤が浸
透するのに長時間を要してしまう。
【０００６】
　更に特許文献１に開示されているようにサポートプレートの貫通孔を介して溶剤を接着
剤層まで浸透させて剥離を行う剥離方法においては、溶剤を接着剤層に浸透させ、接着剤
を溶解させてから剥離を行うのでは長時間の剥離時間を要してしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　接着剤層で貼りあわされているウエハと貫通孔を有するサポートプレートとを剥離する
剥離方法において、上記課題を解決するために封鎖部材により貫通孔を封鎖し、加熱し、
剥離を行う。
【０００８】
　望ましくは、加熱により接着剤層を軟化させるとともに、サポートプレートの貫通孔内
の空気を膨張させる。膨張した空気により接着剤層に膨張力が作用し、接着剤層とサポー
トプレートとの吸着面積を減少させる。
【０００９】
　加熱は、例えばヒーター機構により行い、望ましくは加熱した状態でウエハとサポート
プレートとを剥離する。
【００１０】
　望ましくは、封鎖部材はフィルムであって、該フィルムをサポートプレートの接着剤層
とは反対の面に貼り付ける。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、接着剤層で貼りあわされているウエハと貫通孔を有するサポートプレートを
剥離する剥離方法において、サポートプレートの接着剤層とは反対の面に封鎖部材で封鎖
し、封鎖した面を加熱することで、貫通孔内の空気の膨張により接着剤層の接着力を低下
させる。
【００１２】
　これによりサポートプレートの剥離を容易に行うことができ、従来の剥離方法での溶剤
が浸透するのに所要する時間に比較して、剥離所要時間を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の形態に係る剥離方法について、ウエハＷサポートプレート２との接着、
ウエハの薄板化、並びにウエハＷとサポートプレート２との剥離の一連の工程を、図１に
基づいて説明する。
【００１４】
　図１に示すように、ウエハＷの回路(素子)形成面(ウエハＷのＡ面)に塗布ユニットによ
り接着剤液を塗布し、接着剤液を乾燥させる。これにより、接着剤液の流動性を低減させ
、接着剤層１を形成する。尚、接着剤層１の厚みは該ウエハの表面に形成した回路の凹凸
に応じて決定すればよい。また一回の塗布で凹凸に応じた厚みを出せない場合には、塗布
と乾燥を複数回繰り返して行えばよい(図１(Ｓ１１))。
【００１５】
　次いで、接着剤層１が形成されたウエハＷとサポートプレート２とを貼り付け、一体化
する(図１(Ｓ１２))。そして、一体化した該ウエハＷにおける、サポートプレート２と貼
りあわせた面とは反対の面(ウエハＷのＢ面)をグラインダ５で研削し、該ウエハＷを薄板
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化する(図１(Ｓ１３))。尚、このサポートプレート２は、厚み方向に貫通する複数の貫通
孔３が形成されている。
【００１６】
　また、このサポートプレート２については、図２に基づき説明する。図２はサポートプ
レート２の上面図を示す。このサポートプレート２には、貫通孔３が形成されている。サ
ポートプレート２の材料としては、ガラス、シリコン、セラミック、鉄－ニッケル合金等
が挙げられる。
【００１７】
　また、貫通孔３の直径としては０．２ｍｍ～０．７ｍｍ、上記貫通孔３のピッチとして
は０．３ｍｍ～１．０ｍｍが適当である。尚、貫通孔３の直径が前記記述範囲内であり、
ピッチが前記記述範囲内であると、サポートプレート２に裂傷が生じることを制御でき、
本発明において貫通孔３の機能を十分に果たすことができるので前記記述範囲が適当であ
る。尚、本実施の形態におけるサポートプレート２は、直径０．５ｍｍの貫通孔３が０．
７ｍｍピッチで形成されている。
【００１８】
　次いで、フィルム４をサポートプレート２に貼り付けて加熱工程を行う。この加熱工程
については、図３、図４、図５に基づいて詳細に説明する。
【００１９】
　まず、図３に示すように、サポートプレート２におけるウエハＷを貼りあわせた面とは
反対の面にフィルム(封鎖部材)４を貼りあわせる。このフィルム４により、サポートプレ
ート２の貫通孔３を封鎖する。つまり、貫通孔３は、接着剤層１とフィルム４とにより、
封鎖されることとなり、貫通孔３内に空気が閉じ込められる。尚、図３では貫通孔３の大
きさを説明図として大きく示したが、通常は貫通孔３の大きさはΦ０．２ｍｍ～０．７ｍ
ｍであることが好ましい。
【００２０】
　次いで、加熱を行う。この加熱は、例えば、あらかじめ加熱させたヒーター機構で加熱
すればよい。この加熱により、接着剤層１を軟化させるとともに、接着剤層１とフィルム
４とで貼りあわせ封鎖された貫通孔３内の空気を膨張させる。
【００２１】
　そして、封鎖された貫通孔内で貫通孔内容積＜空気容積とすることにより、膨張力が外
力として接着剤層１に作用することとなる(図４参照)。さらに、フィルム４のサポートプ
レート２との接着力は、接着剤層１によるウエハＷとサポートプレート２との接着力より
大きいことが好ましい。尚、図４は、図３における線Ａ－Ａにおける断面図である。
【００２２】
　図５に示すように、上記膨張力が作用することにより。各貫通孔３を中心に、例えば、
放射状の隙間１１が生じ、接着剤の接着力が低下する。
【００２３】
　尚、加熱する際、貫通孔３に閉じ込められた空気を加熱できるものであればヒーター機
構に限定されない。
【００２４】
　フィルム４は、貫通孔３の封鎖部材であり、本実施の形態では、膜厚３０μｍのポリイ
ミドフィルムを使用する。尚、封鎖部材は、本発明で加熱を行う際に、貫通孔３を封鎖す
るものであれば前記のものに限定されず、ポリエチレン等の他の樹脂フィルムであっても
よい。また、その厚みも限定されず、例えば１０μｍ～１５０μｍ程度であればよい。
【００２５】
　尚、封鎖部材としては、上記のフィルムに限定されず、貫通孔３を封鎖できるものであ
ればよい。例えば、ラバーヒーター等の、直接貫通孔３を封鎖するとともに、加熱できる
ものであってもよい。
【００２６】
　その後、サポートプレート２と薄板化されたウエハＷとを剥離する(図１(Ｓ１４～１５
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))。ここでは、サポートプレート２として、鉄－ニッケル合金等の磁力材料を用いる場合
について説明する。
【００２７】
　次いで、アーム９の先端に取り付けたマグネット１０をサポートプレート２の周辺に近
づけ磁力によって付着させ、アーム９を斜め上方に引くことでサポートプレート２を周辺
部から徐々に剥離することができる(図１(Ｓ１５)参照)。
【００２８】
　このように、磁力を用いて剥離することにより、特殊な装置を追加することがないため
、装置構成を簡略化できる。
【００２９】
　なお、この剥離方法としては、特に限定されない。例えば、爪のような治具をサポート
プレート２とウエハＷとの間に挿入またはサポートプレート２の端面に引っ掛けて剥離す
る方法、フィルムを貼り付けた面を真空吸着して剥離する方法等が挙げられる。いずれに
せよ、上記のように接着力を低下させているため、サポートプレート２とウエハＷとを容
易に剥離することができる。
【００３０】
　さらに、溶剤を供給して接着剤層１にこの溶剤を浸透させ、サポートプレート２とウエ
ハＷとを剥離してもよい。この場合、隙間１１が溶剤の流通通路となるため、サポートプ
レート２とウエハＷとの剥離が容易となり、剥離時間を短縮できる。このとき、加熱する
ことにより、さらに剥離を容易にし、剥離時間を短縮することができる。
【００３１】
　また、この溶剤の供給は、上記の剥離方法と組み合わせて行われることが好ましい。例
えば、フィルムを貼り付けたサポートプレート２およびウエハＷを溶剤に浸漬する方法、
上記フィルムを剥がして溶剤を供給する方法等を挙げることができる。
【００３２】
　このように、溶剤を供給する場合には、後述の接着剤の洗浄を簡略化できる可能性があ
る。
【００３３】
　サポートプレート２を剥離した後、ウエハＷの接着面を洗浄し、ウエハＷに残っている
接着剤層１を除去するとともに、洗浄する。尚、サポートプレート２を剥がす前にサポー
トプレート２のウエハＷと貼りあわせた面に溶剤を注ぎ貫通孔３を介して接着剤層１に到
達させることで、前記溶剤を浸透させても良い。この場合、例えば、サポートプレート２
からフィルム４を剥離し、貫通孔３を介して溶剤を注ぐことができる。
【００３４】
　洗浄後、ダイシング装置８によってウエハＷをチップサイズに切断する。切断後は、ダ
イシングテープ６に紫外線を照射し、ダイシングテープ６の粘着力を低下させ、切断した
チップを個々に取り出す(図１(Ｓ１６))。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る接着剤層で貼りあわせたウエハと貫通孔を有するサポートプレート
の剥離方法を組み込んだ該ウエハの薄板化工程。
【図２】サポートプレートの上面図。
【図３】本発明に係る構成を示した斜視図。
【図４】図３に加熱を行い、効果を示した断面図。
【図５】図３に加熱を行い、効果を示した上面図。
【符号の説明】
【００３６】
　　Ｗ　　　ウエハ
　　１　　　接着剤層
　　２　　　サポートプレート
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　　３　　　貫通孔
　　４　　　フィルム
　　５　　　グラインダ
　　６　　　ダイシングテープ
　　７　　　フレーム
　　８　　　ダイシング装置
　　９　　　アーム
　１０　　　マグネット
　１１　　　隙間
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【図１】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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